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Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 47D/882/CD:2016 ,Mechanical standardization of semiconductor devices —
Part 4. Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor device packages*
(CD, en: Committee Draft) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf ibernommen worden. Dieser Norm-
Entwurf enthalt eine noch nicht autorisierte deutsche Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbezuglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefligt. Die Nutzungsbedingungen fir den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom SC 47D ,Semiconductor devices packaging“ der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die IEC und das Europaische Komitee fur Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass
ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fir eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und
CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard)
bzw. Schluss-Entwurf fir eine Europaische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der
Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europaische Norm angenommen und
ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu Gibernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum flir einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate betragt, und dann
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur noch eine ,JA/NEIN“-
Entscheidung méglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden muss, wird bereits der
CD als DIN-Norm-Entwurf verdffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit friihzeitig be-
rucksichtigen zu kénnen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 631.4 ,Gehaduse fir Halbleiterbauelemente® der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC {bernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren

kénnen. ISO [und/oder] IEC sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.
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Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen —
Teil 4: Codierungssystem fiir Gehause und Eingruppierung der Gehause nach
der Gehauseform fur Halbleiterbauelemente

Der neue Anhang C ist nach Anhang A und B hinzuzufligen:

Anhang C
(informativ)

Terminologie der Gehausebauformen von Halbleitern

Zur Vermeidung von fehlerhaftem Gebrauch, Missverstandnissen und der Verwechslung der Terminologie
der Gehausebauformen von Halbleitern sind korrekte Begriffe und Beschreibungen zur Angabe in den
internationalen Normen erforderlich.

Korrekte Begriffe und Beschreibungen von Gehausebauformen von Halbleitern und die entsprechenden
Gehausecodes sind in Tabelle C aufgelistet.

Tabelle C — Gehduse- und Teilebezeichnung (1 von 16)

Eingruppierung Begriff Beschreibung

Gehause- Ball-Grid-Array-Gehause (BGA) Ein Gehause mit Lotkugel- oder

bezeichnung LothUgelanschlissen in einer
Matrixanordnung von 3 x 3 oder mehr
auf der Ober- oder Unterseite seines
Korpers

Gehause- Niedrigprofil-Ball-Grid-Array-Gehause (LBGA) | BGA mit einer Aufsetzhdhe von mehr

bezeichnung als 1,2 mm und bis zu 1,7 mm

Gehause- Dunnes Ball-Grid-Array-Gehause (TBGA) BGA mit einer Aufsetzh6he von mehr

bezeichnung als 1,0 mm und bis zu 1,2 mm

Gehause- Sehr diinnes Ball-Grid-Array-Gehause BGA mit einer Aufsetzh6he von mehr

bezeichnung (VBGA) als 0,8 mm und bis zu 1,0 mm

Gehause- Sehr, sehr diinnes Ball-Grid-Array-Gehause | BGA mit einer Aufsetzh6he von mehr

bezeichnung (WBGA) als 0,65 mm und bis zu 0,8 mm

Gehause- Superdiinnes Ball-Grid-Array-Gehause BGA mit einer Aufsetzh6he von mehr

bezeichnung (UBGA) als 0,5 mm und bis zu 0,65 mm

Gehause- Extra diinnes Ball-Grid-Array-Gehause BGA mit einer Aufsetzh6he von bis zu

bezeichnung (XBGA) 0,5 mm

Gehause- Ball-Grid-Array-Gehause mit Kihlkorper BGA mit einem Kiihlkérper

bezeichnung (HBGA)

Gehause- Niedrigprofil-Ball-Grid-Array-Gehause mit LBGA mit einem Kiihlkdrper

bezeichnung Kihlkorper

(HLBGA)

Gehéause- Dunnes Ball-Grid-Array-Gehause mit TBGA mit einem Kuhlkdrper

bezeichnung Kuahlkérper (HTBGA)

Gehause- Sehr dinnes Ball-Grid-Array-Gehduse mit VBGA mit einem Kihlkérper

bezeichnung Kuahlkdrper

(HVBGA)
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Eingruppierung

Begriff

Beschreibung

Gehause-
bezeichnung

Sehr, sehr diinnes Ball-Grid-Array-Gehause
mit Kiihlkérper (HWBGA)

WBGA mit einem Kiihlkérper

Gehause-
bezeichnung

Superdiinnes Ball-Grid-Array-Gehause mit
Kihlkorper (HUBGA)

UBGA mit einem Kihlkérper

Gehause-
bezeichnung

Extra diinnes Ball-Grid-Array-Gehduse mit
Kihlkorper (HXBGA)

XBGA mit einem Kihlkorper

Gehause-
bezeichnung

Feinraster-Ball-Grid-Array-Gehause (FBGA)

BGA mit einem Rastermald von bis zu
0,8 mm

Gehause-
bezeichnung

Niedrigprofil-Feinraster-Ball-Grid-Array-
Gehause (LFBGA)

FBGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 1,2 mm und bis zu 1,7 mm

Gehause-
bezeichnung

Dunnes Feinraster-Ball-Grid-Array-Gehause
(TFBGA)

FBGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 1,0 mm und bis zu 1,2 mm

Gehause-
bezeichnung

Sehr dunnes Feinraster-Ball-Grid-Array-
Gehause (VFBGA)

FBGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 0,8 mm und bis zu 1,0 mm

Gehause-
bezeichnung

Sehr, sehr diinnes Feinraster-Ball-Grid-Array-
Gehause (WFBGA)

FBGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 0,65 mm und bis zu 0,8 mm

Gehause-
bezeichnung

Superdinnes Feinraster-Ball-Grid-Array-
Gehause (UFBGA)

FBGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 0,5 mm und bis zu 0,65 mm

Gehause-
bezeichnung

Extra dinnes Feinraster-Ball-Grid-Array-
Gehdause (XFBGA)

FBGA mit einer Aufsetzhohe von bis
zu 0,5 mm

Gehause-
bezeichnung

Feinraster-Ball-Grid-Array-Gehause mit
Anschluss fur Stapel (PFBGA)

FBGA mit Anschllssen fur
Schichtstapel

Gehause-
bezeichnung

Niedrigprofil-Feinraster-Ball-Grid-Array-
Gehause mit Anschluss fir Stapel (PLFBGA)

LFBGA mit Anschlissen fir
Schichtstapel

Gehause-
bezeichnung

Dunnes Feinraster-Ball-Grid-Array-Gehause
mit Anschluss fiir Stapel (PTFBGA)

TFBGA mit Anschlissen fiir
Schichtstapel

Gehause-
bezeichnung

Sehr dinnes Feinraster-Ball-Grid-Array-
Gehause mit Anschluss fiir Stapel (PVFBGA)

VFBGA mit Anschliissen fir
Schichtstapel

Gehause-
bezeichnung

Sehr, sehr diinnes Feinraster-Ball-Grid-Array-
Gehause mit Anschluss fir Stapel
(PWFBGA)

WFBGA mit Anschliissen flr
Schichtstapel

Gehause-
bezeichnung

Superdiinnes Feinraster-Ball-Grid-Array-
Gehdause mit Anschluss fur Stapel (PUFBGA)

UFBGA mit Anschliissen flr
Schichtstapel

Gehause-
bezeichnung

Extra diinnes Feinraster-Ball-Grid-Array-
Gehdause mit Anschluss fir Stapel (PXFBGA)

XFBGA mit Anschliissen fir
Schichtstapel

Gehause-
bezeichnung

Ball-Grid-Array-Gehause mit
Zwischenrastermal} (IBGA)

BGA mit Zwischenrastermal}
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Tabelle C (3 von 16)

Eingruppierung

Begriff

Beschreibung

Gehause-
bezeichnung

Kunststoff-Ball-Grid-Array-Gehause (P-BGA)

Kunststoff-BGA

Gehause-
bezeichnung

Keramik-Ball-Grid-Array-Gehause (C-BGA)

Keramik-BGA

Gehause-
bezeichnung

Feinraster-Silizium-Ball-Grid-Array-Gehause
(S-FBGA)

Feinraster-Silizium-BGA

Gehéause-
bezeichnung

Dual-Inline-Gehause (DIP)

Ein Gehause mit Anschliissen an zwei
Seiten seines Korpers fir die
Durchsteckmontage

Gehause-
bezeichnung

Shrink-Dual-Inline-Gehause (SDIP)

DIP mit geringerem Rastermaf}

Gehause-
bezeichnung

Dual-Inline-Gehause mit Kihlkorper (HDIP)

DIP mit einem Kuhlkérper

Gehause-
bezeichnung

Shrink-Dual-Inline-Gehause mit Kiihlkorper
(HSDIP)

SDIP mit einem Kihlkérper

Gehause-
bezeichnung

Piggyback-Dual-Inline-Gehause (PDIP)

Huckepack-DIP

Gehause-
bezeichnung

Kunststoff-Dual-Inline-Gehause (P-DIP)

Kunststoff-DIP

Gehause-
bezeichnung

Keramik-Dual-Inline-Gehause (C-DIP)

Keramik-DIP

Gehause-
bezeichnung

Glas-Keramik-Dual-Inline-Gehause (G-DIP)

Glas-Keramik-DIP

Gehause-
bezeichnung

Glas-Keramik-Dual-Inline-Gehause mit
transparentem Fenster (G-DDIP)

Glas-Keramik-DIP mit einem
transparenten Fenster

Gehause-
bezeichnung

Dual-Tape-Carrier-Gehause (DTP)

Ein Gehause mit Anschlissen an zwei
Seiten seines Korpers, die aus Folien
bestehen

Gehause-
bezeichnung

Dual-Tape-Carrier-Gehause Typ 1 (DTP(1))

DTP vom Typ 1

Gehause-
bezeichnung

Dual-Tape-Carrier-Gehause Typ 2 (DTP(2))

DTP vom Typ 2

Gehause-
bezeichnung

Land-Grid-Array-Gehause (LGA)

Ein Gehause ohne Anschlussstifte und
mit den Anschlussflachen in einer
Matrixanordnung von 3 x 3 oder mehr
auf der Ober- oder Unterseite seines
Korpers

Gehause-
bezeichnung

Niedrigprofil-Land-Grid-Array-Gehause
(LLGA)

LGA mit einer Aufsetzh6he von mehr
als 1,2 mm und bis zu 1,7 mm
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Eingruppierung

Begriff

Beschreibung

Gehause-
bezeichnung

Dunnes Land-Grid-Array-Gehause (TLGA)

LGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 1,0 mm und bis zu 1,2 mm

Gehause-
bezeichnung

Sehr diinnes Land-Grid-Array-Gehause
(VLGA)

LGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 0,8 mm und bis zu 1,0 mm

Gehause-
bezeichnung

Sehr, sehr diinnes Land-Grid-Array-Gehause
(WLGA)

LGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 0,65 mm und bis zu 0,8 mm

Gehause-
bezeichnung

Superdiinnes Land-Grid-Array-Gehause
(ULGA)

LGA mit einer Aufsetzhéhe von mehr
als 0,5 mm und bis zu 0,65 mm

Gehause-
bezeichnung

Extra diinnes Land-Grid-Array-Gehause
(XLGA)

LGA mit einer Aufsetzhéhe von bis zu
0,5 mm

Gehause-
bezeichnung

Land-Grid-Array-Gehause mit Kihlkérper
(HLGA)

LGA mit einem Kiihlkérper

Gehause-
bezeichnung

Niedrigprofil-Land-Grid-Array-Gehause mit
Kihlkorper (HLLGA)

LLGA mit einem Kihlkérper

Gehause-
bezeichnung

Dunnes Land-Grid-Array-Gehduse mit
Kihlkorper (HTLGA)

TLGA mit einem Khlkérper

Gehause-
bezeichnung

Sehr dinnes Land-Grid-Array-Gehause mit
Kihlkorper (HVLGA)

VLGA mit einem Kuihlkorper

Gehause-
bezeichnung

Sehr, sehr dinnes Land-Grid-Array-Gehause
mit Kdhlkorper (HWLGA)

WLGA mit einem Kahlkérper

Gehause-
bezeichnung

Superdinnes Land-Grid-Array-Gehause mit
Kuhlkérper (HULGA)

ULGA mit einem Kihlkérper

Gehause-
bezeichnung

Extra diinnes Land-Grid-Array-Gehduse mit
Kihlkorper (HXLGA)

XLGA mit einem Kuhlkorper

Gehause-
bezeichnung

Feinraster-Land-Grid-Array-Gehduse (FLGA)

LGA mit einem Rastermal’ von bis zu
0,8 mm

Gehause-
bezeichnung

Niedrigprofil-Feinraster-Land-Grid-Array-
Gehause (LFLGA)

FLGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 1,2 mm und bis zu 1,7 mm

Gehause-
bezeichnung

Dunnes Feinraster-Land-Grid-Array-Gehause
(TFLGA)

FLGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 1,0 mm und bis zu 1,2 mm

Gehause-
bezeichnung

Sehr dinnes Feinraster-Land-Grid-Array-
Gehause (VFLGA)

FLGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 0,8 mm und bis zu 1,0 mm

Gehause-
bezeichnung

Sehr, sehr diinnes Feinraster-Land-Grid-
Array-Gehause (WFLGA)

FLGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 0,65 mm und bis zu 0,8 mm

Gehause-
bezeichnung

Superdinnes Feinraster-Land-Grid-Array-
Gehause (UFLGA)

FLGA mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 0,5 mm und bis zu 0,65 mm
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Tabelle C (5 von 16)

Eingruppierung

Begriff

Beschreibung

Gehause-
bezeichnung

Extra diinnes Feinraster-Land-Grid-Array-
Gehause (XFLGA)

FLGA mit einer Aufsetzhohe von bis zu
0,5 mm

Gehause-
bezeichnung

Land-Grid-Array-Gehause mit
Zwischenrastermald (ILGA)

LGA mit Zwischenrastermaf}

Gehause-
bezeichnung

Kunststoff-Land-Grid-Array-Gehause (P-LGA)

Kunststoff-LGA

Gehéause-
bezeichnung

Keramik-Land-Grid-Array-Gehause (C-LGA)

Keramik-LGA

Gehause-
bezeichnung

Feinraster-Silizium-Land-Grid-Array-Gehause
(S-FLGA)

Feinraster-Silizium-LGA

Gehause-
bezeichnung

Pin-Grid-Array-Gehause (PGA)

Ein Gehause mit den Anschlussstiften
in einer Matrixanordnung von 3 x 3
oder mehr auf der Ober- oder
Unterseite seines Korpers

Gehause-
bezeichnung

Shrink-Pin-Grid-Array-Gehause (SPGA)

PGA mit geringerem Rastermal}

Gehause-
bezeichnung

Pin-Grid-Array-Gehause mit
Zwischenrastermald (IPGA)

PGA mit Zwischenrastermaf}

Gehause-
bezeichnung

Pin-Grid-Array-Gehause mit Kihlkérper
(HPGA)

PGA mit einem Kihlkdrper

Gehause-
bezeichnung

Keramik-Pin-Grid-Array-Gehause (C-PGA)

Keramik-PGA

Gehause-
bezeichnung

Glas-Keramik-Pin-Grid-Array-Gehause (G-
PGA)

Glas-Keramik-PGA

Gehéause-
bezeichnung

Kunststoff-Pin-Grid-Array-Gehause (P-PGA)

Kunststoff-PGA

Gehause-
bezeichnung

Quad-Flat-Gehause mit ungeformten
Anschliissen (QFF)

Ein Gehause mit ungeformten
Anschlissen an den vier Seiten seines
Korpers

Gehéausebezeich-
nung

Kunststoff-Quad-Flat-Gehause mit
ungeformten Anschliissen (P-QFF)

Kunststoff-QFF

Gehause-
bezeichnung

Glas-Keramik-Quad-Flat-Gehause mit
ungeformten Anschliissen (G-QFF)

Glas-Keramik-QFF

Gehause-
bezeichnung

Quad-Flat-Gehause mit I-Anschliissen (QFI)

Gehause mit I-férmigen Anschlissen
an den vier Seiten seines Korpers

Gehause-
bezeichnung

Kunststoff-Quad-Flat-Gehause mit |-
Anschlissen (P-QFI)

Kunststoff-QFI
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Eingruppierung

Begriff

Beschreibung

Gehause-
bezeichnung

Quad-Flat-Gehause mit J-Anschlissen (QFJ)

Gehause mit J-formigen Anschliissen
an den vier Seiten seines Korpers

bezeichnung

Gehause- Kunststoff-Quad-Flat-Gehause mit J- Kunststoff-QFJ
bezeichnung Anschlissen (P-QFJ)
Gehause- Keramik-Quad-Flat-Gehause mit J- Keramik-QFJ

Anschlissen (C-QFJ)

Gehause-
bezeichnung

Glas-Keramik-Quad-Flat-Gehause mit J-
Anschliissen (G-QFJ)

Glas-Keramik-QFJ

Gehause-
bezeichnung

Glas-Keramik-Quad-Flat-Gehause mit J-
Anschlissen und transparentem Fenster (G-
DQFJ)

Glas-Keramik-QFJ mit einem
transparenten Fenster

Gehause-
bezeichnung

Quad-Flat-Gehause ohne Zuleitungen (QFN)

Ein Gehause mit nur einer Reihe von
Anschlissen an jeder der vier Seiten
und an der Bodenflache

Gehause-
bezeichnung

Niedrigprofil-Quad-Flat-Gehause ohne
Zuleitungen (LQFN)

QFN mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 1,2 mm und bis zu 1,7 mm

Gehause-
bezeichnung

Dinnes Quad-Flat-Gehause ohne
Zuleitungen (TQFN)

QFN mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 1,0 mm und bis zu 1,2 mm

Gehause-
bezeichnung

Sehr diinnes Quad-Flat-Gehause ohne
Zuleitungen (VQFN)

QFN mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 0,8 mm und bis zu 1,0 mm

Gehause-
bezeichnung

Sehr, sehr diinnes Quad-Flat-Gehause ohne
Zuleitungen (WQFN)

QFN mit einer Aufsetzhéhe von mehr
als 0,65 mm und bis zu 0,8 mm

Gehause-
bezeichnung

Superdiinnes Quad-Flat-Gehause ohne
Zuleitungen (UQFN)

QFN mit einer Aufsetzhéhe von mehr
als 0,5 mm und bis zu 0,65 mm

Gehause-
bezeichnung

Extra diinnes Quad-Flat-Gehause ohne
Zuleitungen (XQFN)

QFN mit einer Aufsetzhdhe von bis zu
0,5 mm

Gehause-
bezeichnung

Quad-Flat-Gehause ohne Zuleitungen mit
Kihlkorper (HQFN)

QFN mit einem Kihlkoérper

Gehause-
bezeichnung

Niedrigprofil-Quad-Flat-Geh&ause ohne
Zuleitungen mit Kiihlkérper (HLQFN)

LQFN mit einem Kihlkdrper

Gehause-
bezeichnung

Dinnes Quad-Flat-Gehause ohne
Zuleitungen mit Kiihlkérper (HTQFN)

TQFN mit einem Kihlkorper

Gehause-
bezeichnung

Sehr dinnes Quad-Flat-Gehause ohne
Zuleitungen mit Kiihlkérper (HVQFN)

VQFN mit einem Kihlkorper

Gehause-
bezeichnung

Sehr, sehr diinnes Quad-Flat-Gehause ohne
Zuleitungen mit Kiihlkérper (HWQFN)

WQFN mit einem Kihlkorper
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Eingruppierung

Begriff

Beschreibung

Gehause-
bezeichnung

Superdiinnes Quad-Flat-Gehause ohne
Zuleitungen mit Kiihlkérper (HUQFN)

UQFN mit einem Kihlkdrper

Gehause-
bezeichnung

Extra diinnes Quad-Flat-Gehause ohne
Zuleitungen mit Kiihlkérper (HXQFN)

XQFN mit einem Kihlkérper

Gehause-
bezeichnung

Quad-Flat-Gehause mit Zwischenrastermal}
(IQFN)

QFN mit Anschliissen in
zickzackférmiger Anordnung (die
zickzackférmige Anordnung wird als
eine Reihe betrachtet)

Gehause-
bezeichnung

Kunststoff-Quad-Flat-Gehause ohne
Zuleitungen (P-QFN)

Kunststoff-QFN

bezeichnung

Zuleitungen (S-QFN)

Gehause- Keramik-Quad-Flat-Gehause ohne Keramik-QFN
bezeichnung Zuleitungen (C-QFN)
Gehause- Silizium-Quad-Flat-Gehause ohne Silizium-QFN

Gehause-
bezeichnung

Quad-Flat-Gehause (QFP)

Ein Gehause mit abgewinkelten
(Gullwing-)Anschliissen an den vier
Seiten seines Korpers

Gehause-
bezeichnung

Niedrigprofil-Quad-Flat-Gehause (LQFP)

QFP mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 1,2 mm und bis zu 1,7 mm

Gehause-
bezeichnung

Dinnes Quad-Flat-Gehause (TQFP)

QFP mit einer Aufsetzhéhe von mehr
als 1,0 mm und bis zu 1,2 mm

Gehause-
bezeichnung

Sehr diinnes Quad-Flat-Gehause (VQFP)

QFP mit einer Aufsetzhéhe von mehr
als 0,8 mm und bis zu 1,0 mm

Gehause-
bezeichnung

Sehr, sehr diinnes Quad-Flat-Gehause
(WQFP)

QFP mit einer Aufsetzhéhe von mehr
als 0,65 mm und bis zu 0,8 mm

Gehause-
bezeichnung

Quad-Flat-Gehause mit Kiihlkorper (HQFP)

QFP mit einem Kihlkorper

Gehause-
bezeichnung

Niedrigprofil-Quad-Flat-Gehause mit
Kihlkorper (HLQFP)

LQFP mit einem Kihlkdrper

Gehause-
bezeichnung

Dinnes Quad-Flat-Gehause mit Kiihlkérper
(HTQFP)

TQFP mit einem Kiihlkorper

Gehause-
bezeichnung

Feinraster-Quad-Flat-Gehause (FQFP)

QFP mit einem Rastermalf’ von bis zu
0,5 mm

Gehause- Kunststoff-Quad-Flat-Gehause (P-QFP) Kunststoff-QFP
bezeichnung
Gehause- Keramik-Quad-Flat-Gehause (C-QFP) Keramik-QFP
bezeichnung
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Eingruppierung

Begriff

Beschreibung

Gehause-
bezeichnung

Glas-Keramik-Quad-Flat-Gehause (G-QFP)

Glas-Keramik-QFP

Gehause-
bezeichnung

Quad-Tape-Carrier-Gehause (QTP)

Ein Gehause mit den Anschliissen an
den vier Seiten seines Korpers, die
aus Folien bestehen

Gehause-
bezeichnung

Single-Inline-Gehause (SIP)

Ein Gehause mit einer Reihe von
Anschllissen an einer Seite seines
Gehauses

Gehause-
bezeichnung

Single-Inline-Gehause mit Kiihlkérper (HSIP)

SIP mit einem Kuhlkorper

Gehause-
bezeichnung

Kunststoff-Single-Inline-Gehause (P-SIP)

Kunststoff-SIP

Gehause-
bezeichnung

Small-Outline-Gehause mit ungeformten
Anschlissen (SOF)

Ein Gehause mit ungeformten
Anschlissen an den zwei Seiten
seines Korpers

Gehause-
bezeichnung

Small-Outline-Gehause mit I-Anschlissen
(SQOI)

Gehause mit I-férmigen Anschlissen
an den zwei Seiten seines Korpers

Gehause-
bezeichnung

Small-Outline-Gehause mit J-Anschlissen
(SOJ)

Gehause mit J-férmigen Anschliissen
an den zwei Seiten seines Korpers

bezeichnung

Gehéause- Kunststoff-Small-Outline-Gehause mit J- Kunststoff-SOJ
bezeichnung Anschlissen (P-SOJ)
Gehause- Keramik-Small-Outline-Gehause mit J- Keramik-SOJ

Anschlissen (C-SOJ)

Gehause-
bezeichnung

Glas-Keramik-Small-Outline-Gehause mit J-
Anschlissen (G-SOJ)

Glas-Keramik-SOJ

Gehause-
bezeichnung

Glas-Keramik-Small-Outline-Gehause mit J-
Anschlissen und transparentem Fenster (G-
DSOJ)

Glas-Keramik-SOJ mit einem
transparenten Fenster

Gehause-
bezeichnung

Small-Outline-Gehause ohne Zuleitungen
(SON)

Ein Gehause mit nur einer Reihe von
Anschlissen an jeder der zwei Seiten
und an der Bodenflache

Gehause-
bezeichnung

Niedrigprofil-Small-Outline-Geh&use ohne
Zuleitungen (LSON)

SON mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 1,2 mm und bis zu 1,7 mm

Gehause-
bezeichnung

Dinnes Small-Outline-Gehause ohne
Zuleitungen (TSON)

SON mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 1,0 mm und bis zu 1,2 mm

Gehause-
bezeichnung

Sehr diinnes Small-Outline-Gehause ohne
Zuleitungen (VSON)

SON mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 0,8 mm und bis zu 1,0 mm

Gehause-
bezeichnung

Sehr, sehr diinnes Small-Outline-Gehause
ohne Zuleitungen (WSON)

SON mit einer Aufsetzhohe von mehr
als 0,65 mm und bis zu 0,8 mm
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